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В середине февраля 2015 г. компания Violin Memory объявила о выпуске флэш�платформы хранения
(Flash Storage Platform, FSP), состоящей из новых флэш�массивов 7300 и 7700, операционной

системы Concerto™ OS 7 и системы управления Symphony™ 3.

Violin FSP – платформа для
полномасштабной консолидации

Введение

По оценке Gartner, к 2019 г. 20% традици
онных highend систем хранения будут за
менены на твердотельные массивы. Violin
FSP – это первая корпоративная СХД для
полномасштабной консолидации всех ос
новных приложений (включая OLTP,
OLAP, VDI и др. нагрузки) на флэшпа
мяти по цене, сопоставимой с ценой дис
ковых СХД. Благодаря новому функционалу
систем 7300 и 7700 стоимость эффектив
ного гигабайта стала на 75% ниже по
сравнению со стоимостью массивов Violin
предыдущего поколения. При крупных вне
дрениях стоимость флэшСХД за один эф
фективный гигабайт может опуститься
до $1,50. Это делает целесообразным пере
нос всех данных основных СХД полностью
во флэш.

Архитектура флэшфабрики Violin FFA
5го поколения устанавливает новые уров
ни производительности, масштабируемо
сти и плотности размещения данных в
системах хранения. Массив 7300 в миниа

тюрном формфакторе 3 юнита способен
вместить 217 Тбайт эффективной емко
сти, а массив 7700 – более 1,3 Пбайт.
Производительность каждой полки –
1 млн IOPS с временем отклика ниже мил
лисекунды.

Новая флэшплатформа дает возмож
ность предприятиям всех уровней полу

чить все выгоды флэшпамяти, полностью
заменив дисковые СХД на флэш с низкими
затратами и 10кратным ростом произ
водительности, что создает предпосылки
для перемен в конкурентной динамике
большинства отраслей. Помимо этого, но
вая флэшплатформа Violin сочетает
управляемую инлайндедупликацию на
блочном уровне и сжатие в единой опера
ционной системе Concerto OS 7, управляе
мой из единого окна.

Флэш�платформа хранения FSP
7300E

Архитектура

В основе архитектуры новой платформы
Violin FSP – разработанные в партнерст�
ве с Toshiba высокопроизвдительная
фабрика FFA на базе PCIe (рис. 1) и
флэш�модули VIMM. Функциональ�
ность и масштабируемость Violin FSP су�
щественно расширились, а также улуч�
шились технические, а также улучши�
лись технические технические характе�
ристики, что позволило вывести новую
платформу на качественно новый уро�
вень применения – консолидацию всех
основных приложений при сопостави�
мой цене в сравнении с дисковыми мас�
сивами. Этого удалось достичь, прежде
всего, за счет двух факторов: модульно�
сти конструкции (FSP 7700), позволяю�
щей масштабирование до 6 полок в од�
ном решении FSP 7700 (при форм�фак�
торе 18U), и встроенному функционалу
сжатия и инлайн�дедупликации, что
в совокупности обеспечило возможность
хранения до 1,3 Пбайт данных (рис. 2).
Все линейки решений Violin могут функ�
ционировать вместе с единым управле�

Рис. 2. Все семейство продуктов Violin может быть интегрировано в рамках
единого решения с общей эффективной емкостью более 1 Пбайт.

Рис. 1. Архитектура платформы хранения Violin FSP:  (а) – внутренняя организация
флэш�фабрики; (б) – межуровневая организация.

(а)

(б)
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Максим Зубарев – глава представительства
Violin Memory Россия/СНГ.

journ_61.pmd 30.03.2015, 19:434



“Storage News” № 1 (61), 2015, www.storagenews.ru

нием, и уже есть внедрения с емкостью
хранения более 5 Пбайт с управлением
из единого окна Symphony. При этом
была достигнута плотность размещения
данных (на флэш�технологиях Violin)
в одной стойке – 2,2 Пбайт.

Среди ключевых особенностей архитек�
туры Violin FSP:

– неблокируемые запись и чтение (Gar�
bage Collection); единое флэш�про�
странство, не требующее тюнинга
(как при работе, например, с отдель�
ными SSD или при тайринге);

– предсказуемая производительность по
мере заполнения СХД со временем;

– оптимизация данных инлайн в соот�
ветствии с типами нагрузки с возмож�
ностью отключения по мере необхо�
димости;

– поддержка смешанных нагрузок (рис. 3);

– ультра�низкое время отклика – <1 мс;
1 млн IOPS в 3U (без пиков и деграда�
ции). За счет низкого времени откли�
ка КПД сервера до 15 раз выше, а вре�
мя реакции приложений снижается от
2 до 20 раз; меньшие затраты на ИТ�
инфраструктуру;

– экономия места и энергии – до 10 раз.

Эффективная емкость хранения

Вместе с блочной инлайн�дедуплика�
цией, сжатием и единым пространством
реальную емкость хранения на массивах
FSP удалось повысить в среднем до 5 раз
(1300 Тбайт/264 Тбайт). По данным
Gartner (Gartner, 24 фев. 2015, Joe
Unsworth «Flash Forward»), коэффициент
оптимизации данных зависит от прило�

жения, нагрузки, а также способа опти�
мизации: для одних нагрузок более эф�
фективна дедупликация (следует пом�
нить, что в ряде случаев, например, когда
приложение уже имеет встроенное сжа�
тие данных, дедупликация должна от�

ключаться), для других – сжатие (рис. 4,
DWH – 4:1, OLTP – 4:1, email – 6:1, VDI
– 12:1). Помимо этого, коэффициент оп�
тимизации зависит от самого контента
(рис. 5) – изменение от 1,76 до 84 раз.

 “Платеж по мере роста” (“Pay as
you grow, PAYG”)

Флэш�платформа Violin Memory FSP
7300E FSP “заряжена” теми же возмож�
ностями, что и модель 7300, но создана
в качестве начальной точки входа с ми�
нимальной эффективной емкостью
34 Тбайт. Модель лицензирования “пла�
теж по мере роста” позволяет расширить
полезную емкость 7300E в миниатюрном
форм�факторе 3 юнита до 125 Тбайт в од�
но мгновение и без поставки дополни�
тельного оборудования.

Модель лицензирования PAYG позволя�
ет уравновесить растущие расходы на

Рис. 3. Два уровня хранения вместо нескольких.

Ист.: Gartner, 24 фев. 2015, Joe Unsworth «Flash Forward»

Рис. 4. Изменение коэффициента оптимизации
данных в зависимости от типа приложения
и уровня нагрузки, а также от того, какая
технология влияет на него больше – сжатие
или дедупликация. Рис. 5. Изменение коэффициента оптимизации в зависимости от типа операции и контента.
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приобретение СХД. При этом зачастую
возврат инвестиций во флэш выше и
происходит быстрее по сравнению с тра�
диционными СХД.

Встроенная инлайн�дедупликация на
блочном уровне

В новых системах FSP 7300 появились
управляемая инлайн дедупликация на
блочном уровне и сжатие, благодаря
чему, на отдельных приложениях эффек�
тивная емкость хранения может быть по�
вышена до десятков раз. Так, система
FSP 7300 в миниатюрном форм�факторе
3 юнита с коэффициентом сжатия дан�
ных 6:1 способна вместить 217 Тбайт эф�
фективной емкости, поддерживая при
этом смешанные нагрузки приложений
в любом количестве.

Сочетание высокой производительности
и эффективного сжатия данных позволя�
ет считать массив FSP 7300 одним из са�
мых недорогих для развертывания ин�
фраструктуры виртуальных станций
(VDI), поддерживающей до 5000 посто�
янных рабочих мест на одну систему.

“Наша управляемая инлайн�дедуплика�
ция на блочном уровне и сжатие включе�
ны в поставку по умолчанию, – заявил
старший вице�президент по продуктам и
стратегии Violin Memory
Саид Оуиссал (Said
Ouissal), – этот подход
дает клиенту возможность
использовать емкость мак�
симально эффективно,
при этом сохраняя право
точечно отключать дедуп�
ликацию и сжатие для
приложений, которые мо�
гут потребовать повыше�
ния производительности.
Все это позволяет консо�
лидировать все основные
приложения с разной на�
грузкой на одной единой
платформе”.

Высокодоступная
флэш�платформа
хранения FSP 7700

Флэш�платформа FSP
7700 – поколение модуль�
ной хай�энд линейки Vio�
lin Memory для задач с
максимальной производи�
тельностью и масштаби�
руемостью, имеющее ар�
хитектуру, гарантирую�
щую нулевую потерю дан�
ных (“zero data loss”). FSP
7700 предназначена для
крупных внедрений более
петабайта с несколькими
площадками там, где тре�
буются масштабирование,
высокая доступность и
гибкость с возможностью
поддержки:

– репликации данных;

– непрерывной защиты
данных (Continuous
Data Protection – CDP);

– распределенных метро�
кластеров.

Операционная система Concerto OS 7, на
которой работает FSP 7700, позволяет
флэш�платформе всего в 6 полках выдать
1,3 Пбайт эффективной емкости и выдер�
жать до 20 000 постоянных виртуальных
станций в VDI�средах. Функционал по за�
щите данных включает синхронную и
асинхронную репликацию, а также воз�
можность построения “растянутых” кла�
стеров.

Флэш�платформа FSP 7700 обеспечивает
защиту инвестиций как прошлой 6000�й,
так и новой 7000�й серии. Предусмотрена
модернизация массивов в старшую линей�
ку FSP 7700 со всеми преимуществами но�
вой операционной системы Concerto OS 7 и
системы управления Symphony 3.

Concerto OS 7

Флэш�платформы FSP 7300, 7300E и 7700
работают на ОС Concerto OS 7, первой в
мире ОС флэш�СХД, созданной для обес�
печения полного функционала корпора�
тивной СХД. Concerto OS 7 – это единый
интегрированный программный образ, ко�
торый вобрал в себя все самое лучшее от
своей предшественницы vMOS 5; функ�
ционал управления данными Concerto и
механизмы инлайн�дедупликации и сжа�
тия; защиту и восстановление данных,
в том числе и на расстоянии; поддержку

Рис. 6. Консоль управления Symphony 3 позволяет
управлять всем комплексом задач, связанных с
управлением LUNs, серверов, контролем темпе�
ратуры компонент и др. из одной панели.

Рис. 7. Symphony 3: контроль всех метрик производи�
тельности в реальном времени с возможно�
стью ретроспективного анализа за 2 года.

openstack RESTful API; агенты Oracle,
VMware и др. На ней будут работать суще�
ствующее и все последующие поколения
флэш�платформ Violin.

Доступ к Concerto OS 7 осуществляется
через консоль Symphony 3.

Консоль управления Symphony 3
Консоль управления Symphony, постав�
ляемая с флэш�платформами FSP 7300 and
7700, обеспечивает простое средство
управления из единого интерфейса с высо�
кой детализацией контроля за массивами
Violin на любом уровне – от приложений
и нагрузок на них до томов данных. Sym�
phony 3 предоставляет функционал управ�
ления данными корпоративного класса,
настраиваемый мониторинг состояния ра�
ботоспособности систем, а также анализ
в режиме реального времени и отчеты на
основании статистики (рис. 6, 7).

Максим Зубарев,
Violin Memory Россия/СНГ
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Micron и Intel: новая
флеш�память 3D NAND

Март 2015 г. – Micron Technology, Inc.
и Intel объявили о доступности техноло�
гии 3D NAND, которая позволяет созда�
вать флеш�память с самым высоким в
мире уровнем плотности размещения
ячеек памяти.

Новая технология 3D NAND, совместно
разработанная Intel и Micron, с высочай�
шим уровнем точности размещает слои
ячеек для создания решений хранения
данных, которые будут иметь в 3 раза
большую емкость по сравнению с уст�
ройствами на базе технологии NAND.
Это позволяет хранить больше данных
при более компактных размерах, что дает
возможность реализовать преимущества
снижения расходов и энергопотребления
и повышения производительности как
для потребительских мобильных уст�
ройств, так и ресурсоемких корпоратив�
ных сред.

Планарная флеш�память NAND практи�
чески уже достигла максимальных воз�
можностей для масштабирования, что соз�
дает значительные сложности для отрасли
производства памяти. Технология 3D
NAND позволит флеш�продукции разви�
ваться в соответствии с законом Мура, что
даст возможность на протяжении длитель�
ного времени увеличивать ее скорость ра�
боты, сокращать расходы и более широко�
го использовать флеш�память.

«Сотрудничество Micron и Intel позволи�
ло создать ведущую в отрасли твердо�
тельную технологию хранения данных,
которая обеспечивает высокую плот�
ность размещения ячеек, высокую про�
изводительность и эффективность и зна�
чительно превосходит по рабочим харак�
теристикам флеш�память, – сказал
Брайан Ширли (Brian Shirley), вице�пре�
зидент по технологиям памяти компании
Micron Technology. – Технология 3D
NAND имеет большой потенциал для
того, чтобы коренным образом изменить
рынок памяти».
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